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   Ｃ２５Ｄ   5/14     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月12日(2020.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基板へのスズ層の被覆方法であって、
　（ａ）前記金属基板を提供し、
　（ｂ）前記金属基板の少なくとも一つの表面にニッケル／リン合金下層を被覆し、
　（ｃ）前記ニッケル／リン合金下層に前記スズ層を被覆する、
ことを備え、
　前記スズ層の被覆は、パルスめっき法を用いることを備え、
　前記パルスめっき法は、単極性パルスめっき法であり、この単極性パルスめっき法は、
それぞれカソードパルス部分およびゼロ電流パルス部分を備えた、連続するパルス時間を
備え、
　前記カソードパルス部分は、少なくとも０．１秒のカソードパルス幅を有するとともに
、少なくとも１０Ａ／ｄｍ2のカソードパルスピーク電流密度を有し、
　前記ゼロ電流パルス部分は、少なくとも０．１秒のゼロ電流パルス幅を有しており、
　（ｂ１）前記ステップ（ｃ）において前記スズ層を被覆する前に、前記基板の少なくと
も一つの表面にニッケル下層を被覆することであって、前記ステップ（ｂ）において前記
ニッケル／リン合金下層を被覆する前に、前記ニッケル下層を被覆し、
　（ｄ）前記スズ層に銀または銀合金の最上層を被覆する、
ことをさらに備えた、被覆方法。
【請求項２】
　前記ニッケル／リン合金下層が、５重量％～１５重量％のリン含有量のリンを備えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の被覆方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ｂ１），（ｂ）が、前記ニッケル下層および前記ニッケル／リン合金下
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層を備えた二重層を被覆することを備え、前記二重層は、０．０１μｍ～１０μｍの厚さ
を有することを特徴とする請求項１または２に記載の被覆方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ｂ１），（ｂ）が、０．０５μｍ～５μｍの厚さを有する前記二重層を
被覆することを備えることを特徴とする請求項３に記載の被覆方法。
【請求項５】
　前記ステップ（ｄ）が、前記銀または銀合金の最上層を０．０１μｍ～０．５μｍの厚
さで被覆することを備えることを特徴とする請求項１に記載の被覆方法。
【請求項６】
　前記ステップ（ｃ）が、前記スズ層を０．１μｍ～１０μｍの厚さで被覆することを備
えることを特徴とする請求項１～５のうちいずれか一項に記載の被覆方法。
【請求項７】
　前記カソードパルス部分は、０．１秒～１０秒のカソード電流パルス幅を有し、前記ゼ
ロ電流パルス部分は、０．１秒～１０秒のゼロ電流パルス幅を有することを特徴とする請
求項１～６のうちいずれか一項に記載の被覆方法。
【請求項８】
　前記単極性パルスめっき法の周波数は、０．０５ｓ-1～５ｓ-1であることを特徴とする
請求項１～７のうちいずれか一項に記載の被覆方法。
【請求項９】
　前記スズ層には、圧力誘起されたウィスカが無いことを特徴とする請求項１～８のうち
いずれか一項に記載の被覆方法。
【請求項１０】
　前記スズ層に圧力誘起されたウィスカが無いことが、前記スズ層に所定圧力の機械的応
力を所定期間の間、印加することによって判定されることを特徴とする請求項９に記載の
被覆方法。
【請求項１１】
　前記所定圧力が０．００１Ｎｍ～１００Ｎｍであり、前記所定期間が１分～前記めっき
された基板の耐用期間の終了までの範囲に及ぶことを特徴とする請求項１０に記載の被覆
方法。
【請求項１２】
　金属基板上に被覆されたニッケル／リン合金下層と、圧力誘起によるウィスカの形成を
防止するように請求項１～１１のいずれかに記載の方法によってパルス電気めっきされた
スズ層と、を備えた構造の使用。
【請求項１３】
　圧力誘起されたウィスカの無いスズ層を有する、電子装置における電子回路の製造のた
めの請求項１～１１に記載の方法の使用であって、前記スズ層に圧力誘起されたウィスカ
が無いことが、前記スズ層に所定圧力の機械的応力を所定期間の間、印加することによっ
て判定される、請求項１～１１に記載の方法の使用。
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